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La présente partie 5 constitue la spécification intermédiaire dans le systéme CEI d'assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les supports pour microboftiers.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro
de spécification dans le systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEI 61076 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général, Connecteurs
pour applications analogiques en courant continu et basse fréquence et pour applications

r4"H ols ol ol o s &l rd L £ £ ol ol r4
numeriqaestatrrsantaes aeoHs ereves pourTetransrert ade aorrees:

Partie 1f Spécification générique
Partie 2f Connecteurs circulaires sous assurance de la qualité — Sp

Partie 3f Connecteurs rectangulaires sous assurance de ! ification
intermédiaire

Partie 4f Connecteurs pour cartes imprimées sous assufapncexde lgyqualite 2dification
intermégiaire

Partie 5f Supports pour microboitiers sous assfra adification
intermégiaire

Partie 6f Piéces de contact sous assurance dg ité iffi 1)
Partie 7f Accessoires de sorties de cak homo-
logation| et agrément de savoir-faire —

Le comjté a décidé que lg contenu de ¢ i gn ne sera pas modifié avanpt 2005.

A cette fate, la publicatio
e reconduite;
e supprimée;
* remplacée p
« amendée.

1) Al'étude.
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This part 5 constitutes the sectional specification in the IEC quality assessment system for

electronic components (IECQ) for in-line sockets.

The QC number that appears on the cover of this publication is the specification number of

the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 61076 consists of the following parts, under the general title, Connectors for use in d.c.,

low-frequency analogue and digital high-speed data applications:

Part 6:

Part 7:
approvg

The co
At this

e reconfirmed;
e withflrawn;

« replaced by a revised edition, or
e amended.

te, the publication will be

hpability

til 2005.

1) Under consideration.
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CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES
EN COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE ET POUR

El:2001

APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT DES DEBITS ELEVES

POUR LE TRANSFERT DE DONNEES -

Partie 5: Supports pour microbofitiers sous assurance de la qualité —

Spécification intermédiaire

1 Domaine d’application et objet

La préq
les botti
cette sf
la confo

Le dom

des confacts ayant un des formats en ligne suivants.

a) Sup
b) Sup
c) Sup
d) Sup

L'objet dle la présente spécification est\de

° un s

e des
utilis

e les
des

changeabilité

part
égal

2 Ge

21 R

rmité dans les limites d’accouplement.

hine d'application de cette spécification couvre le

ports simples en ligne.

ports doubles en ligne.
ports quadruples en ligne.
ports en zigzag (décalés).

ysteme de numérotatiomynifié;

Spécifiées ici;Nes dégradations ne sont pas autorisées.

ente partie de la CEl 61076 s’appliqgue aux supports e IS pour
ers électroniques en ligne sous assurance de la qualité. Le ndant a
écification sont des dispositifs qui assurent l'interchangeabilité ispgaitifs et

s avec

[ES pour

entation
d’inter-
fications

eférantia Na présente spécification intermédiaire doivent étre supérigures ou

Les do

uments normatifs suivants contiennent des rliclr_\ncifinnc qni, par suite de la rd

férence

qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61076.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
partie de la CEl 61076 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les
plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
I''SO possedent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEI 60352 (toutes les parties), Connexions sans soudure

CEI 60410:1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contrbles par attributs
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CONNECTORS FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND DIGITAL HIGH-SPEED
DATA APPLICATIONS -

Part 5: In-line sockets with assessed quality —
Sectional specification

1 Scope and object

This pa
of asseq
of interd

The scd
followin

a) Singdle in-line sockets.

b) Dua
c) Qua
d) Zig-
The obj

sed quality. Sockets covered by this specification are devices ch-proyvide
hangeability between devices and compliance between matipg

pe of this specification covers sockets for packages
) in-line formats.

in-line sockets.
0 in-line sockets.
rag in-line (staggered) sockets”

bct of this specification is to define

e aun

¢ func

21 N

The foll

amend

agreemgnts” based on this part of IEC 61076 are encouraged to investigate the poss

documents contain provisions which, through reference in t

ents-to, orxévisions of, any of these publications do not apply. However, p

constitl;Ee pravisions) of this part of IEC 61076. For dated references, sub

t of IEC 61076 relates to the plug-in sockets designed for in-line(electrqonicpppckages

means

e of the

ation of

stablish
require-
shall be

his text,
sequent
hrties to

bility of

applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60352 (all parts), Solderless connections

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
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CEl 60512-1-100, Composants électromécaniques pour équipements €lectroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 1-100: Généralités -
Publications applicables

CEl 60512-2:1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Deuxiéeme partie: Examen général,
essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de
contrainte diélectrique

CEl 60512-4:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Quatrieme partie: Essais de contraintes
dynamiques

CEl 60512-5:1992, Composants électromécaniques pour équipements
procédyres d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 5: Essaig dV

libres), |essais d'impact sous charge statique (composants fixe
essais de surcharge

3lectrpniques;
ct-(spmposants
ance et

CEl 60512-6:1984, Composants électromécaniques pour j aMme bniques;
procédyres d'essai de base et méthodes de mesure — Sixien e sal ] jques et
essais de soudure

CEl 60512-7:1993, ‘ bniques;
procédyres d'essai de base et méthodes de me ie(: Essais de fonctiopnement
mécanique et essais d'étanchéité

CEl 60512-8:1993, Composants éls bniques;
procéd( c les des
connect

CEl 6( bniques;

CEl 60512-11 (toutes bements
électrorliques; Essais
climatigues
bniques;
pction 7:

« Identification de bornes lorsque la spécification particuliére le prévoit.

< Nom du fabricant, marque de fabrique ou numéro du code d’identification.
«  Numéro d’identification (numéro de partie CEI, numéro de partie du fabricant, etc.).
e Code de date.

Le code de date est un numéro de code a quatre chiffres. Les deux premiers chiffres doivent
indiquer les deux derniers chiffres de I'année. Les deux derniers chiffres doivent spécifier la
semaine de fabrication. Par exemple, une date 9232 indique que les supports ont été fabriqués
durant la 32e semaine de 1992. D’autres marquages peuvent étre appliqués aux supports, a
condition qu’ils ne génent pas, ne masquent pas, n'embrouillent pas les marquages exigées
ci-dessus. Lorsque la taille, les conditions de surface ou toute autre considération de conception
ne permettent pas un marquage complet sur le composant, les marquages doivent utiliser I'ordre
de préférence présenté ci-dessus. Tout autre marquage exigé qui ne peut pas étre indiqué sur le
support doit étre indiqué sur le boitier contenant les supports.
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IEC 60512-1-100, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 1-100: General — Applicable publications

IEC 60512-2:1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 60512-4:1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 60512-5:1992, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 5: Impact tests (free components), static load tests
(fixed campanents) endurance tests and aoverload tests

IEC 60%12-6:1984, Electromechanical components for electronic e testing
procedyres and measuring methods — Part 6: Climatic tests and solgé

IEC 60%12-7:1993, Electromechanical components for electrohnic squk ; if testing
procedyres and measuring methods — Part 7: Mechanical opera : \ aling lests
IEC 60%12-8:1993, Electromechanical components for ele B : id testing
procedyres and measuring methods — Part 8: Conneefor te echanita Chanical
tests or] contacts and terminations

IEC 60512-9:1992, Electromechanical .components testing
procedyres and measuring methods ;

IEC 60%12-11 (all parts), Electromechanica
testing procedures and measuring methods — P&

IEC 60912-11-7:1996, Ele O

procedyres and measurinyg IT-Chw
mixed gas corrosion tejst

ISO 13(2:1992,@

22 M

or electronic equipment; basic
atic tests

or electronic equipment; basi¢ testing
tic tests — Section 7: Test 11g:|Flowing

g>of indicating surface texture

The sog *with the following information.

e Tern ver specified by the detail specification.

¢ Man de mark, or code identification number.
e Identifying>aumbex (IEC part number, manufacturer's part number, etc.).

¢ Datg code.

The date code is a four-digit code number. The first two digits shall denote the last two digits
of the year. The last two digits shall specify the week of manufacture. For example, a date
of 9232 denotes that the sockets were manufactured during the 32nd week of 1992. Other
markings may be applied to the socket, provided they do not interfere with, obscure, or
confuse those markings required above. Where size, surface conditions or other design
considerations do not allow full marking on the part, the markings shall use the order of
preference given above. Any required markings which cannot be applied to the socket shall
be applied to the package containing the sockets.
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2.3 Informations devant figurer dans une spécification particuliére

La spécification particuliére doit étre dérivée de la spécification particuliére cadre applicable et doit
contenir toutes les informations exigées. Les spécifications particulieres ne doivent pas spécifier de
prescriptions inférieures a celles des spécifications génériques ou intermédiaires. Lorsque des
prescriptions plus sévéres sont prévues, elles doivent étre répertoriées dans la spécification
particuliére et indiquées dans les programmes d’essais; par exemple, au moyen d’un astérisque.

La spécification particuliéere doit contenir les prescriptions techniques complétes en vue du
contrdle, comprenant le programme d’essais de conformité de la qualité. Si les prescriptions
techniques de la spécification générique et/ou intermédiaire relatives au contrble (soit pour
des raisons techniques soit pour des applications spéciales) ne conviennent pas entiérement
pour Iealzomposant décrit dans Ta spécification particuliere, celle-ci doit indiquerclairefnent les
divers @amendements a effectuer dans ces prescriptions.

2.4 Valeurs normalisées

hlternatif
Courants

La plagg de tension ne doit pas étre supérieure a 1 000 V (en co
de créte). Les courants assignés ne doivent pas étre supéri
assignés spécifiques doivent étre ceux qui sont définis dans la™s

25 C

Les suf
fonction
ainsi qu

@3 iaire doivent étre clagsés en
avconfiguration du corps de [isolant,

251

a) Born
b) Born
c) Born

C & assemblage de contacts a manchon extérieur sans qoudure,
a fond fefmé vérieur élastique multibrin.

b) Con > ormé. Un contact qui, dans son intégralité, est effecfué par

rties a entrée étanche. Un assemblage de contacts en deux parties
aved un‘contactN\ifntérieur multibrin et un manchon extérieur sans soudure, a fong fermé.
L'enfrée’de fils est étanche aux contaminants externes.

2.5.3 Configuration des corps isolants

a) Corps solides — pas de trous de montage.

b) Cadre ouvert.

c) Corps solide avec trous de montage.

d) Porte-support en plastique souple.

e) Porte-support en plastique rigide.

f) Porte-support en métal rigide.

g) Plastique rigide avec porte-support a broches en métal.
h) Montage en angle.
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2.3

Information to be given in a detail specification

The detail specification shall be derived from the relevant blank detail specification and shall
contain all required information. Detail specifications shall not specify requirements inferior to
those of the generic or sectional specifications. When more severe requirements are included,
they shall be listed in the detail specification and indicated in the test schedules; for example,
by an asterisk.

The detail specification shall contain the complete technical requirements for inspection,
including the quality conformance test schedule. If the technical requirements of the generic
and/or sectional specification relative to inspection are not entirely suitable (either for
technical reasons or for special applications) to the component described in the detail

specific

to be mfade to these requirements.

2.4

The ranpe for voltage shall not exceed 1 000 V (d.c. or peak a.x
exceed 2 A. Specific voltage and current ratings shall be a i

2.5

Sockety covered by this sectional specification
type, contact style, insulator body configuratio

25.1 Termination types

Standard values

Jdlassification

Aation, the detall specification shall set out clearly the various amend nis which are

$hall not
ification.

respect to termination
or style.

a) Solderless wrap terminals.

b) Printed circuit termin

c) Surfpce mount ter

2.5.2

a) Two e and a
mult

b) Stan ing and
formling

c) Twof Eer inner
cont against
exte

2.5.3 Insulator body configuration

a) Solid body — no mounting holes.

b) Open frame.

c) Solid body with mounting holes.

d) Flexible plastic socket carrier.

e) Rigid plastic socket carrier.

f) Rigid metal socket carrier.

g) Rigid plastic with metal-pin socket carrier.

h)

Angled mounting.
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2.5.4 Condensateur de découplage

a) Fil axial moulé.

b) Fil axial céramique.

c) Fil paralléele moulé.

d) Fil paralléle céramique.

e) Pastille pour montage en surface.

f) Boitier plat pour montage en surface.

La classmcatlon complete d un support pour mlcrobomers d0|t comprendre Iensemble des

trois cafs cheant
Par exe contact
découpg et forme, a configuration de corps isolant a cadre ouverKet teur de
découpliage a fil axial céramique doit posséder une classification B

3 Prgcédures d'assurance de la qualité

3.1 ({énéralités

Les ess /Lorsque des groupes
d’essais . , I'identité du groupe
d’essai, inima 8 0|vent étre conformes au
tableau|2. ecificati iculiers it/ O ais non prévus au tapleau 2,
elle doif i ' i 2 ire, sui gssais existant, soit en fant que
groupe i i c ou l'on
souhait¢ 'homologation sur une varia te QoM $ 3, controle
d’homollogation doit étre ljpnite 3 S ’ i gupports
précédgmment homologués ne's 5

3.2 Htape initizle d

L'étapel|initiale deNfabri iéces et
de sous de deux
ou plus

3.3 S

Les sup arjérique.
3.4 Essais desonirtdle lot par lot

Les esdals_de contrdle lot par lot _sont prpcr-ritc dans le tabhleau 4 |’ordre des eskais est

optionnel, sauf indication contraire dans la spécification particuliére.

3.5 Essais de contrdle périodiques

Les essais de contr6le périodiques sont prescrits dans le tableau 5.

3.6 Autres méthodes d’essai possibles

Les autres méthodes d’essais possibles doivent étre telles que décrites dans la spécification
générique.
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254

a) Axia
b) Axia

Decoupling capacitor

| lead moulded.
| lead ceramic.

c) Parallel lead moulded.

d) Parallel lead ceramic.

e) Surface mount chip.

f) Surface mount flatpack.

The co

mplete classification of an in-line socket shall consist of all three

primary

charact
line Pag
insulato
classifid

3 Qu
3.1 G

The qud
prescrii

the mini

specific
existing
qualifica
shall be|
valid fo

3.2 P
The pri

finished
assemb

3.3 §

Structun

3.4 L

The lot-

pristics—ar d\:\,uupiillg bapabitw :tyic whetre app“babic. Forexan ]ﬂé‘, BtP (
kage) socket with printed circuit terminals, stamped and formegd (contact,opd
I body configuration and axial lead ceramic decoupling &apacifor_shall

ation B2B2.

hlity assessment procedures

eneral
llification inspection tests are prescribed in{tab ional test grd
ed by the detail specification, the identity o oupythe sequence of te

test group or as an additional te are permitted. In the e\
ition is sought on a variant of a previously alified socket, qualification in
limited to those tests for whic S i previously qualified sockets

st process subsequent to the manufa
A subassembly is defined as the pe

mary st
piece pans s

by-lot" inspettion tests are prescribed in table 4. The sequence of tests is

ual In-
n-frame
have a

ups are
sts, and
b detail
ithin an
ent that
Epection
are not

Cture of
rmanent

optional

unless d

therwise Qppr‘ifiprl in the detail anr:-r‘ifir‘:\’rinn

35 P

The per

3.6 A

Alternat

eriodic inspection tests

iodic inspection tests are prescribed in table 5.

[ternative test methods

ive test methods shall be as described in the generic specification.
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4 Méthodes et procédures d’essai

4.1 Aspects généraux

Tous les essais doivent étre effectués selon les prescriptions de la CElI 60512, chaque fois
gue cela est applicable.

La spécification particuliere doit indiquer I'essai et I'ordre des essais ainsi que le nombre de
spécimens pour chaque séquence d’essais (quatre au minimum).

Il est autorisé de soumettre les variantes individuelles & I'essai de type pour I'homologation
de ces variantes particulieres

Il est pgrmis de limiter le nombre de variantes a une sélection repré gamme
compléte pour laquelle 'homologation est demandée (qui peut & que la
gamme| couverte par la spécification particuliére), mais chaqueg Pchaque
caractéfistique doit étre vérifiée.

4.2 Plré-conditionnement

Avant I'exécution des essais, les supports doivent S &s dans les cdnditions
atmosplnerlques normales pour les essals spécifiés da s)la C et ce, pendant une
période icati i

4.3 Montage des spécimens

Lorsque ipide sur
une car hormale
de montage, les dispositi ablage,

comme [stipulé dans la sp

5 Infq

Sauf i
s’appliq

pécification particuliere, les parametres §uivants

51 (

Sauf inch contraire, les examens et essais prescrits par la pgrésente

spécific ¢ effectués dans des conditions respectant les plages suivantes,
conformé 60068-1:
Tempérpture (25 £ 10) °C
(77 £ 18) °F
Humidité relative de 45 % a 75 %
Pression barométrique entre 86 kPa et 106 kPa

5.2 Essais mécaniques

5.2.1 Force d’accouplement pour toute taille de supports
(forces d’insertion et d’extraction)

Ce groupe d’essais doit étre accompli selon la CEl 60512-7, essai 13b. Les calibres d’essai
de force d’insertion seront conformes aux spécifications de la figure 2. Les calibres d’'essai de
force d’extraction seront conformes aux spécifications de la figure 3. La force d’accouplement
maximale doit étre celle qui est précisée dans la spécification particuliéere.
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4 Test methods and procedures

4.1 General aspects

All tests shall be carried out in accordance with the requirements of IEC 60512 where

applicable.

The detail specification shall state the test and sequences and the number of specimens for
each test sequence (not less than four).

Individual variants may be submitted to a type test for the approval of those particular

variants|.

It is pe
range fdq

specificption), but each feature and characteristic shall be prove

4.2 Pre-conditioning

Before the tests are made, the sockets shall be pre/Conditioned
conditions for testing specified in IEC 60068-1 for a (per{od

by the detail specification.

4.3 Mounting of specimens

When n
a metal
panel c
specifief.

51 T

Unless
shall b
IEC 600

Temperpture

Q) o
© T

ranges,

pecification, the following parameters apply.

erwise, tests and examinations required by this sped
conditions within the following

in accordan

e whole
e detail

spheric
pecified

board or
Hevices,
herwise

ification
ce with

Relative humidity
Barometric pressure

5.2 Mechanical tests

from 45 % to 75 %
from 86 kPa to 106 kPa

5.2.1 Mating force for all socket sizes (insertion and withdrawal forces)

This test group shall be performed in accordance with IEC 60512-7, test 13b. Insertion force
test gauges will be as specified in figure 2. Withdrawal force test gauges will be as specified
in figure 3. The maximum mating force shall be as specified in the detail specification.
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Le support doit étre tenu en place en le soudant a la vague a une carte a circuit imprimé
caractéristique dont I'’épaisseur nominale doit étre de 1,57 mm (0,062 in) ou a un dispositif
équivalent. Le dispositif d’accouplement doit étre inséré dans un support, selon une
proportion recommandée de 25,4 mm (1,00 in) £ 10 % par min, a une profondeur telle que
celle définie dans la spécification particuliére.

5.2.2 Fonctionnement mécanique

Cet essai doit étre accompli conformément a la CEl 60512-5, essai 9a.

Le calibre d’essai doit étre accouplé et désaccouplé 50 fois. Aprés le cycle, les contacts
doivent satisfaire aux prescriptions des 5.2.1 et 5.3.3. L'essai doit étre effectué alors que le
support|est monté sur une carte a circuit imprimé utilisant un boftier simglé deNproduftion en
série, comme calibre d’essai.

5.2.3 Rétention des contacts

La réterntion des contacts doit étre mesurée conformément a_la A et aux

précisions suivantes.

L'applicption et le sens de la charge doivent étre d
10 s. Ppur les supports a bornes de type A (conn ans soudure), ume force
axiale de 33,3 N (7,5 Ibf) ne doit causer aucun [domwege chement des contagts dans
I'isolant| Pour les supports a bornes d ipcuit {m ) dne force axiale dg 3,33 N
(0,75 Ibf) ne doit causer aucun dommay ent\des cogntacts dans l'isolant. Pour les
support$ a contacts de modele 1 (deux piece Qrce axidle de 33,3 N (7,5 Ibf) doit étre
appliguge au moyen des doigts, le 3 NECmoRté dans un dispositif approprié qui
n'entrai de sormanchon.

lieu de 10 N/s pour

5.2.4 Vibrations

suivantgs: les p pports doivent étre contrélées conformgment a

L'essai |de vibratigns 'doitvét Qn la CEl 60512-4, essai 6d et les prgcisions
la CEIl §0512-2, ei

« Lanp \ i gmprise entre 10 Hz et 2 000 Hz — durée 4 h par|axe.

il Re doit y avoir aucun signe de défaillance mécanique des contacts,

de l'isolgAn desS/parties jnétalliques. Les supports doivent étre montés de maniére hormale
sur un a_circuit Ymprimé d'une épaisseur nominale 1,57 mm (0,062 in). Upe unité
d’essai n boitier en ligne de production en série doit étre insérée dans le pupport.

un circditsérie Un courant de 01 A maximum doit étre appliqué Il ne doit y avairl aucune
interruption dépassant 1 ps.

Les contacts doivent étre en mesure de répondre aux prescriptions de 5.3.3.

5.2.5 Chocs mécaniques

L'essai de chocs doit étre effectué conformément a la CElI 60512-4, essai 6c¢c. Les
perturbations de contact des supports doivent étre surveillées conformément a la CEI 60512-
2, essai 2e.
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The socket shall be held in place by wave-soldering it to a typical printed wiring board whose
nominal thickness shall be 1,57 mm (0,062 in) or an equivalent fixture. The mating device
shall be inserted into a socket, at a recommended rate of 25,4 mm (1,00 in) £ 10 % per min,
to a depth as defined in the detail specification.

5.2.2 Mechanical operation

This test shall be performed in accordance with IEC 60512-5, test 9a.

The test gauge shall be engaged and disengaged 50 times. After cycling, the contacts shall
meet the requirements of 5.2.1 and 5.3.3. The test shall be performed while the socket is
mounted on a printed wiring board using a simulated production package as-the test gauge.

5.2.3 Contact retention

Contact| retention shall be measured in accordance with IEC 6051 2nd the
following details.

The loadl application and direction shall be 4,4 N/s for 5 s i sockets
with type A terminals (solderless wrap), an axial force of 3 mage or
loosenirlg of the contacts in the insulator. For sockets a incuit), an
axial forpe of 3,33 N (0,75 Ibf) shall cause no damae or Iq i ; insulator.
For sockets with style 1 contacts (two- p'ece) an e , , applied
against fthe fingers with the socket mouyftes i paration

of the spring contact from its sleeve.

5.2.4 Vibration

The vib , pnd the
followin ce with
IEC 605

*  Freg

¢ Pea

When tg Dr metal
parts. § aving a
nominal package
shall be i ed W may be
connectied to pLQV . There

shall be

The contaets shall be capable of meeting the requirements of 5.3.3.

5.2.5 Mechanical shock

The shock test shall be performed in accordance with IEC 60512-4, test 6¢. Sockets shall be
monitored for contact disturbance in accordance with IEC 60512-2, test 2e.
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Au moment de I'essai, il ne doit y avoir aucun signe de défaillance mécanique des contacts,
de I'isolant ou des parties métalliques. Les supports doivent étre montés de maniére normale
sur une carte a circuit imprimé d’'une épaisseur nominale 1,57 mm (0,062 in). Une unité
d’essai simulant un boitier en ligne de production en série doit étre insérée dans le support.
Des contacts alternatifs du boitier et du support d’essai peuvent étre connectés pour fournir
un circuit série. Un courant de 0,1 A maximum doit étre appliqué. Il ne doit y avoir aucune
interruption dépassant 1 ps.

5.2.6 Résistance des bornes (robustesse des sorties)

L’essai de résistance des bornes doit étre effectué selon la CEIl 60512-8, essai 16f.

Au moment de I'essai, il ne doit y avoir aucun signe de défaillance mécaniquendes\d
de l'isolpnt ou des parties métalliques. Les bornes doivent étre pliées

ontacts,
ue coté

du centfe appliqué a 0,5 mm (0,020 in) du bord en pointe. Le mgaf oit étre
appliqgu¢ pendant deux cycles: un cycle constitue un mouvement\da i iopr sur le
méme plan par rapport & la position originale et ensuite un reto Siti ingle.

5.2.7 Remontées d’'étain (a I'étude)
Au monjent de I'essai, il ne doit y avoir aucun signe A d’étain a la borne,|tel qu’il

réduise|la déviation de contact. La classification (doi ecisée tans la spédification
particuliere.

5.3 Hssais électriques

5.3.1 Résistance d’isolement

L'essai

Le supp

Au mor ittefe d’isolement doit étre supérieure ou ggale a
5000 M aprés humidité doit étre supérieure ou ¢gale a
1 000 MQ. ' S i ee doit étre de 500 V £ 50 V en courant [continu.
Préparation d’échantillo séquence d'essais. La résistance d’'isolement ne (loit pas
étre mejsuré . paires de contacts que la résistance de contact (méthode du
niveau ¢ [

5.3.2

Cet essfi dait,étre~effgctué selon la CElI 60512-2, essai 4a.

Au moment de Tessal, I ne doit y avoir aucun signe de claquage de Tlisolafion ou de

contournement. Les précisions suivantes s’appliquent.

e Préparation — désaccouplé et non monté.

« L'amplitude de la tension d’essai doit étre telle que stipulée dans la spécification
particuliére.

« Nature du potentiel — courant alternatif (eff.) de 45 Hz a 60 Hz.
La tension d’essai doit étre appliquée entre chaque borne et les parties exposées non

parcourues par le courant ou mises a la terre, entre les bornes adjacentes de circuits a
isolation mutuelle.
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When tested, there shall be no evidence of mechanical failure of contacts, insulator or metal
parts. Sockets shall be mounted in a normal manner on a printed wiring board having a
nominal thickness of 1,57 mm (0,062 in). A test unit simulating a production in-line package
shall be inserted into the socket. Alternating contacts of the test package and socket may be
connected to provide a series circuit. A current of 0,1 A maximum shall be applied. There
shall be no interruptions in excess of 1 us.

5.2.6 Terminal strength (robustness of terminations)

Terminal strength testing shall be performed in accordance with IEC 60512-8, test 16f.

When tested, there shall be no evidence of mechanical failure of contactsinsulator or metal
parts. Tlerminals shall be bent 30° on either side of the centre applied
from the tip edge. The bending moment shall be applied for two cycleg’ constitutes
moving |one direction in the same plane from the original position &x Mg to the

original [position.

5.2.7 Solder wicking (under consideration)

When tgested, there shall be no evidence of solder
reducing contact deflection. The classification shall bg

nal to a jpoint of
e detail specification.

5.3 Electrical tests

5.3.1 Insulation resistance

The test shall be performed in accordayice with 2-2, test 3a.

The sodket shall be unmoy

When tgsted, initial insulat] pe-5000 MQ or greater. The insulation rejsistance
after humidity sh el he applied test voltage shall be 500 V + 50 V d.c.
Sample |prepara on the
same cqgntact pairs

5.3.2

The tes

When { er. The

followin

e Preparation — unmated and unmounted.

« The magnitude of the test voltage shall be as specified in the detail specification.

* Nature of potential — a.c. (r.m.s.) from 45 Hz to 60 Hz.

The test voltage shall be applied between each terminal and exposed non-current-carrying or
grounding parts, and between adjacent terminals of the mutually insulated circuit.
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5.3.3 Résistance de contact — Méthode du niveau en millivolts

Unité simulant une

! unité de production

‘ N
| Support

Alimentation en en essai
courant continu

CJA\ | PCB de montage

61076-5 O CEI:2001

NOTE 1 |Les finitions des fils et contacts doivent étre faites du méme matéci

NOTE 2 |Le boitier doit étre inséré a une profondeur minimale de 2,54

L’essai poit étre effectué selon la CEK60512-7

Au moimnent de l'essai, la résistance
La résis’Eance de tout contact individugl ne(doit pa

a sa valeur initiale aprés € iti Rvikgnnemerit spécifié ici.
Il convignt de prendre

a) Du point le p@
b) au pjoint de la y

Dsitif d'ac

Le disp
série.

5.3.4

L'essai C elon la CEl 60512-9, essai 22a.

Le supportdoit étre soumis a I'essai selon les conditions suivantes:

B0 mQ.
rapport

une unité de simulation d'un boftier de produftion en

e fréquence d'essai — 1 kHz;
e polarisation — non applicable;
e désaccouplé et non monté;

e positions adjacentes.

La capacité ne doit pas étre mesurée sur les mémes positions de contact que la résistance de

contact (niveau en millivolts).

5.3.5 Inductance (a I'étude)

Lorsque cet essai est applicable, la valeur de l'inductance ne doit pas dépasser la limite

stipulée dans la spécification particuliére.
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5.3.3 Contact resistance — Millivolt level method

Unit simulating a

! production unit

= Socket
DC power rﬁ/_under test
supply

CJA\ | Mounting PCB |

NOTE 1

NOTE 2

The tes

When t of any

individupl contact shall not increase psure to
any envjronment specified i

Measurg¢ments should pe ta
a) From the cIo
b) whefe the contactte

The matfi

5.3.4

The tes

The sog

e testh

e polarization — not applicable;
e unmated and unmounted;

e adjacent positions.

Capacitance shall not be measured on the same contact positions as contact resistance
(millivolt level).

5.3.5 Inductance (under consideration)

When this test is applicable, the value of inductance shall not exceed the limit specified in the
detail specification.
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5.4 Essais d’environnement
54.1 Soudabilité

L’essai de soudabilité doit étre effectué conformément a la CEl 60512-6, essai 12a.

Les bornes doivent étre vieillies a la vapeur. Se référer a la spécification particuliére pour les
indications de temps et de température. L’essai doit étre effectué sur des contacts individuels.
La borne doit étre immergée a une profondeur suffisante pour englober toutes les portions de
la borne & laquelle seraient normalement effectuées les connexions de soudure. Les surfaces
immergées de la borne doivent étre au moins recouvertes a 95 % par une nouvelle couche
d'alliage continue et ne d0|vent pas presenter de plqures ou de soufflures concentrees sur
une sey ' T { ent étre
examinges a l'aide d'un grossissement de 10>< Un tissu dou a‘| I'alcool
isopropylique peut étre utilisé pour enlever tout résidu de flux.

5.4.2 Résistance a la chaleur de soudage

L'essai |doit étre effectué conformément a la CEl 605 Beisions

suivantes.

Au moment de l'essai, ants en
plastiqgue ou en métal ou encore tout autre demmage,/ 3 : i ent par
exemple¢ 10x. Le support doit étre 5 b a_cjfcuit imprimé d’épaisseur
caractéfistique, par exemple 1,57 m [ i riptions
des 5.3J1, 5.3.2 et 5.3.3.

Pour lg agification
particuli I| ne doit
y avoir posants
métalliq

5.4.3

L'essai Mt a la CEl 60512-6, essai 11lc, et aux prgcisions
suivante

] et e sO a I'essai avec une température et une humidité accglérées.
. a Ypériode d’exposition, les supports doivent étre conditignnés a
tempérdt i tespengant une période de 4 h. Les supports doivent alors satisfpire aux

L'essai doit étre effectué conformément a la CEIl 60512-6, essai 11i, a I'exception du fait que
I'essai doit étre effectué sans charge électrique.

Le support accouplé doit étre exposé a 85 °C + 2 °C (185 °F %= 3,6 °F) pendant 160 h.
A I'achevement de la période d’exposition, les contacts doivent respecter les prescriptions
de 5.3.3.
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5.4 Environmental tests
5.4.1 Solderability

The solderability test shall be performed in accordance with IEC 60512-6, test 12a.

The terminals shall be steam-aged. Refer to the detail specification for time and temperature.
The test shall be performed on individual contacts. The terminal shall be immersed to a depth
sufficient to include all portions of the terminal to which solder connections would normally be
made. The dipped surfaces of the terminal shall be at least 95 % covered by a continuous
new solder coating and shall not have pin holes or voids which are concentrated in one area
or exceed 5 % of the dipped area. Terminals shall be examined using 10x magnification.
A soft c[oth moistened with i1Sopropyl alcohol may be used to remove any pemaming [Tyx.

5.4.2 Resistance to soldering heat

The tegt shall be performed in accordance with IEC 60512-6
details.

Dllowing

When tested, there shall be no evidence of distortion ¢ > fa ponents or any
other damage when examined under 10x magnific be mounted to a
typical, for example, 1,57 mm (0,062 in) thick, print ocket shall meet the
requirements of 5.3.1, 5.3.2 and 5.3.3.

For soc
sockets
insulato

il gpecification shall require that
o distortion or damagg to the
Mg 10x magnification.

5.4.3

The tes i ce~with’ IEC 60512-6, test 11c and the fpllowing
details.

Socketd g 3 e humidity and temperature. Upon completiop of the
exposur he conditioned at room ambient for a period| of 4 h.
The sogc '

5.4.4

The tes
shall be

e 2d in accordance with IEC 60512-6, test 11i, except that [the test
perfarfeed without electrical load.

The matedsocket shall be exposed to 85 °C + 2 °C (185 °F + 3,6 °F) for 160 h. Upon
completion of the exposure period, the contacts shall meet the requirements of 5.3.3.
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5.4.5 Variations rapides de température (choc thermique)

Cet essai doit étre effectué conformément a la CEl 60512-6, essai 11d, et aux précisions
suivantes.

e Temps de reprise: 2 min.

« Temps d’exposition en fonction du poids des échantillons.

e Temps de transfert de 5 min max.

Les supports doivent étre soumis a I'essai a l'aide d’un dispositif d’essai simulant un boitier

de la production en série. Au moment de I'essai, les supports ne doivent présenter aucun
signe de rlnmm:agc- phycinlun et doivent satisfaire aux prncr‘riptinnc de 531-532e¢et53.3.

5.4.6 Atmosphere corrosive ou flux de mélange de gaz ou envj
(étanchéité au gaz)

L’essai poit étre effectué conformément a la CEI 60512-6 ou C lonNe cas.

L’'essai [doit étre effectué avec un circuit intégré fictif dan g e, fois I'eqposition
terminég, le support doit satisfaire aux exigences de e porte-
module jne doivent pas étre perturbés durant cet essa

5.4.6.1 Atmosphére corrosive (cor

L’essai foit étre effectué selon la CEIl 6

Les supports doivent étre soumis a I'essai b de sel
sur la finition. Une fois I'egsai tepminé\ il b décol-
lement i 5 zones
critiques.

L'essai [doit étr position
terminég, le suppert’g e porte-
module |ne doivent p&

5.4.6.2

L'essai

L'essai position
terminég, lessuppart doit satisfaire aux prescriptions de 5.3.3. Le support accouplé et le porte-

module jne’doivent pds étre perturbés durant cet essai.

5.4.6.3 Environnement trés défavorable (étanchéité au gaz)

L’essai doit étre effectué conformément a 'annexe B.

L'essai doit étre effectué avec un circuit intégré fictif dans le support. Une fois I'exposition
terminée, le support doit satisfaire aux prescriptions de 5.3.3. Le support accouplé et le porte-
module ne doivent pas étre perturbés durant cet essai.
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5.4.5 Rapid change of temperature (thermal shock)

This test shall be performed in accordance with IEC 60512-6, test 11d, and the following
details.

¢ Recovery time is 2 min.

« Exposure time is dependent on the weight of samples.

¢ Transfer time is 5 min maximum.

The sockets shall be tested using a test fixture simulating production package. When tested,

sockets shall exhibit no evidence of physical damage and shall meet the requirements
0f5.3.1,.532and 533

5.4.6 Corrosive atmosphere or mixed flowing gas or harsh enyifonmén
(gas tightness)

The test shall be performed in accordance with IEC 60512-6 ordE cable.
The test shall be performed with a dummy IC in the sockets\Uporcol [ posure,
the socket shall meet the requirements of 5.3.3. The et g carrier

shall not be disturbed during this test.

5.46.1 Corrosive atmosphere (cor

The test shall be performed in accordange

Socketg shall be tested for the effect of phere on the finish. Upon completion,
there shall be no evidence”af cracki faces in
critical areas.

The test shall be perfo posure,
the socket shal carrier
shall not be distu d

5.4.6.2

The tes

The tes posure,
the soc carrier
shall no

5463 ::albh CIIV;IUIIIIICIIt (UGO tthtllCOQ)

The test shall be performed according to annex B.

The test shall be performed with a dummy IC in the socket. Upon completion of the exposure,
the socket shall meet the requirements of 5.3.3. The mated socket and the module carrier
shall not be disturbed during this test.
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5.4.7 Moisissures (champignons)

L’essai doit étre effectué conformément a la CEl 60512-6, essai 11e.

Il ne doit pas y avoir de signes de développement de champignons sur les surfaces externes.
Les prescriptions de 5.3.1 doivent étre respectées. Un certificat d'essai, selon lequel I'isolant
ne constitue pas un élément nutritif pour les champignons peut étre utilisé a la place de cet
essai.

5.4.8 Porosité (a I'étude)

L'ampleur de la corrosion ne doit pas dépasser la valeur spécifiée.

549 Examen des dimensions et de la masse

Les supgports doivent étre examinés selon la CEl 60512-2, essal uf vérifier [que les

dimensipns et la masse sont conformes aux spécifications partie

5.4.10 | Examen visuel

ssai 1a, dans le but de
a la spédification

Les supjports doivent étre examinés conformément a
verifier [que le marquage et la qualité du tra
corresppndante.

6 Prgscriptions d’emballage

6.1 Emballage d'unité
Les sugports doivent étre salllé i tre tout

marquage spécial exige xtérieur
doivent|porter le marg \bricant,

ainsi que d’un ce

7 Prao

7.1 Qg

Pour tep
d’essaid

gramme

Le prog

La spécification particuliére doit prévoir les essais a effectuer et spécifier les exigences a
satisfaire. En cas de conflit entre les prescriptions de la présente spécification et celles de
la spécification particuliére, ce sont celles de cette derniére qui doivent prévaloir.

La présente partie exige que les essais prescrits par la spécification particuliére soient au
moins ceux qui sont énumérés en 7.1.1.

Un programme d’essais complet est stipulé en 7.1.2.

Pour la plupart des familles de supports, un programme d’essais intermédiaire convient.
Ce dernier doit alors étre constitué en utilisant le programme d’essais complet et en omettant
des groupes et/ou des conditionnements complets qui ne sont pas nécessaires. Les numéros
de phases d’essais ne doivent pas étre modifiés, mais utilisés conformément & 7.1.2.
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5.4.7

Mould growth (fungus)

The test shall be performed in accordance with IEC 60512-6, test 11e.

There shall be no evidence of fungus growth on the external surfaces. The requirements
of 5.3.1 shall be met. A test certificate that the insulator is non-nutrient to fungus may be used
in lieu of this test.

5.4.8

Porosity (under consideration)

The corrosion count shall not exceed the value specified.

5.4.9

Socketd
dimensi

5.4.10

Socketd
and wo

6 Pad

6.1  Unit packing

Socketd
purchag
a manut

7.1 Q@

To proy

different i

The bagi

The de
requirer

Examination of dimensions and mass

shall be examined in accordance with |IEC 60512-2, t
pns and mass are in accordance with the detail specificatio

Visual examination

shall be examined in accordance with IEC 605 that the

kmanship are in accordance with the related g

kaging requirements

py special marking required
be marked with an IEC part

hents-to be fulfilled. In the event of conflict between the requirements

hat the

marking

by the
humber,

may be

cify the
of this

specific

fion and the detail specification, the detail specification shall take precedence

It is a requirement of this part that in no case shall the tests required by the detail
specification be less than those listed in 7.1.1.

A full test schedule is laid down in 7.1.2.

For most socket families, an intermediate test schedule will be appropriate. The intermediate
test schedule shall then be formed by using the full test schedule and omitting entire groups
and/or conditionings that are not necessary. Test phase numbers shall not be modified but

used as

given in 7.1.2.
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Lorsqu’'une spécification particuliere exige des caractéristiques supplémentaires qui
nécessitent des essais et/ou des séquences d'essai spécifiques, les essais appropriés
existants ou nouveaux (sous forme d’annexe a la spécification particuliére) doivent étre a
I'emplacement approprié dans le tableau d’essai. lls peuvent étre spécifiés dans un groupe
d’essais complémentaire.

Lorsqu’'une spécification particuliere exige des caractéristiques supplémentaires qui
nécessitent des essais, les essais appropriés existants ou nouveaux doivent étre ajoutés. lIs
peuvent étre spécifiés dans un groupe d’essais complémentaire.

7.1.1 Programme d’essai de base (minimal)

Lorsqudg le programme d’essais de base est approprié, la spécification pa tlcull it prévoir
les essais suivants, énumérés au tableau 1, et doit spécifier les car is xaminer

et les pilescriptions a satisfaire.
Tableau 1 — Programme d’essais de as

Essai @m\l&\q ctuer

Phase f
4 essai itre CEI 60512 |  Sévérité ou N CerGos12 | BYfigences
Essai n°* [ condition d’essai Essai n°*
1 Examen général l‘%x@ne/] vRueI la

xanjen @di en- 1b
sions\et deda sse

2.2 Forces d’insertion 13b X X
et d’extraction

&\ Résistance de contact 2a ou 2b

ﬁzsistance d’isolement 3a

7

5 /\ N (‘\ \J Tension de tenue 4a

6.1 Soudabilité 1 X
mouillag@
e

méthode
d'alliage R N
6.2 ( \ ) Résistance de contact 2a ou 2b X
6.3 Autreg’essai *x X
appligables
. S\ .
* Voir :18
**  Lord essais
spégifié | comme
le g

X Doit] étre/stipulé dans la spécification particuliére.



https://iecnorm.com/api/?name=eb50637200c5ae6cd40c662723d28e13

61076-5 0 IEC:2001 - 33 -

Where a detail specification includes additional characteristics which require testing and/or
specific test sequences, the appropriate existing or new test (in the form of an annex to the
detail specification) shall be in the appropriate place in the test table. These may be specified
in an additional test group or groups.

Where a detail specification claims additional characteristics which require testing, the
appropriate existing or new tests shall be added. They may be specified in an additional test

group.

7.1.1 Basic (minimum) test schedule

for the
following tests, as listed in table 1, and shall specify the characteristics (to be™examiped and
the reqyirements to be fulfilled.

Table 1 — Basic test schedule

AN
Test Measu/rQwén\t to\M\er}\rm}&/

Test - Require-
phase Title IEC 60512 Severity or . N IEC §0512 hents
Test No.* | condition of test No.*

1 General isu xami ati\on\/ la X
examination

N
ﬁxa mafion\of dinen- 1b X
siops\and S
2.2 Insertion and 13b X \/ X
withdrawal forces

3 \ (\ dqt}?t resistance 2a or 2b

4 < \ \) I}ulation resistance 3a

5 [\ N aN ) Voltage proof 4a
6.1 Solderabilit) 12a X

wetting, so hath

method

6.2 A Contact resistance 2a or 2b X

6.3 Other applicab * _/ X
tests

*  Seel|lEC 6 12-Nfo croé\r/a&arence list to new test method standard numbers.

ropriate tests shall be additional to, or replace, the specified tests; for ¢xample
of the applicable parts of IEC 60352, such as subgroup GP of the [full test

X To He specified innthg’detail specification.
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7.1.1.1 Groupe d’essai P — Préliminaire

Tous les spécimens doivent étre soumis aux essais suivants. Tous les spécimens du groupe
d’essais doivent étre soumis aux essais du groupe P préliminaires donnés au tableau 2.

Tableau 2 — Groupe d’essais P

Essai Mesure a effectuer
Phase ;
d'essai Titre CEI 60512 |  Sévérité ou Titre CEl 60512 | EXigences
Essai n°* [ condition d’essai Essai n°*
P1 Examen général Examen des dimen- la X
(5.4.10) sions et de |la masse —1h
(5.4.9) (
N

p2 Méthode de 13e X
polarisation /\ % \

P3 Résistance de nta - 2b
Méthode de
d’essai spécifi

: XLy [T

P5 ensj 4a X
(630

*  Voir[la CEl 60512-1-100 pour les corresp ances \f(u ea@ume s des méthodes d’essfi.

X Doit|étre stipulé dans la spécification particulie
7.1.2
Les sp¢gci i ivi en un nombre approprié de groupes. Tous les
supports 3 ent subir, parmi les essais suivanfs, ceux
exiges ( DS la séquence donnée.
Une unifé si < 5t c ptement peut étre un boftier de production en gérie ou
un calild ’ i i N positif d’accouplement neuf sera utilisé pour|chaque
séquen iS. [ accouplement doit étre stipulé dans la spédification
particuli
Sauf sp sQntralke, on doit soumettre aux essais des ensembles de gupports
accoupl accouplé a un dispositif d’accouplement est appelé «spécimen».
A l'issug essais, tous les spécimens sont divisés conformément aux groupes
d’essaig. fller & conserver la méme combinaison de supports pendant foute la
séqueng¢e\vd'essais, c’est-a-dire que lorsqu’il est nécessaire de procéder| a un

désaccouplement pour un essai donné, les mémes supports soient réaccouplés ensuite pour
les essais suivants.
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7.1.1.1 Test group P — Preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests given in table 2.

Table 2 — Test group P

Test Measurement to be performed
Test IEC 60512 Severit IEC 60512 | Heduire-
hase . everity or . ments
P Title Test No.* | condition of test Title Test No.*
P1 General Examination of dimen- la X
examination SIONS and mass 1
(5.4.10) (5.4.9) ( U\

P2 Polarizing method 13e X N \

P3 Contact resistance 2b X
Specified test cuxgen N\
method

P4 Insulatigh resjstanc a X
(5.3.1)

PS5 yﬁtage ﬁe@ 37 4a X

* See|lEC 60512-1-100 for cross-reference list to new te W tandar nuM
X To e specified in the detail specification. (\

7.1.2 Full test schedule

The spg ckets in
each gr e following tests that are called for in the

A unit gi gauge.
A fresh Ehall be
specifie

Unless L mating
device i When the initial tests have been completed, all specinfens are
divided K e test groups. Care shall be taken to keep a particular comfpination
of sockets he complete test sequence, i.e., when unmating is necessary for a

certain ame\sockets as before shall be mated for the subsequent tests.
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Tableau 3 — Groupe d’essais AP

Essai Mesure a effectuer
Phase ;
d'essai : CEI 60512 |  Sévérité ou : CEl 60512 | EXigences
Titre S ox L s . Titre S ox
Essai n condition d’essai Essai n
AP1 Examen visuel la Pas de dé-
fauts ou de
dommages
AP2 Résistance de contact — 2a X
Méthode de niveau
en millivolts (5.3.3)
AP3 Chocs (5.2.5) 6¢C Perturbation de contact //-Ze
AP4 Vibrations 6d Perturbation de contact \K 2e
Résistance de contagt\- a
Méthode de nivea
en millivolts (W)
* Voir|la CEl 60512-1-100 pour les correspondances avec les nouveaux n me@\% etrw shi.
X Doit|étre stipulé dans la spécification particuliére.
Tableau 4—Gro/u\€é\'e |s/B\P
Essai \ \ & \ M\eéurpgeffectuer
Phase Exi
, . A& gences
d’essai Titre CEIl 60512 Sév¥rité Titre CEI 60512

Essai n°* [ condition d’es Essai n°*

BP1 \ \\ \gx\amaévisuel la

BP2 \( ) \zzsistance de contact — 2a
éthode de niveau

/\ (\ en millivolts (5.3.3)

BP3 |Variations Apides\ 11 \) X
de tempéhature
(5.4.5) \

BP4 Résistance de contact — 2a X
Méthode de niveau
en millivolts (5.3.3)

BP5 |Essai ontiM % X
unhumide
4.3 n\

BP6 D Résistance de contact — 2a X
Méthode de niveau
en millivolts (5.3.3)

* VoirlaGEl 605121100 BOUE las. r\nrracpnndannnc avecles nouveathnuméros desméthodesd essai

X Doit étre stipulé dans la spécification particuliére.
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Table 3 — Test group AP

Test Measurement to be performed
Test IEC 60512 S it IEC 60512 Require-
hase . everity or . ments
P Title Test No.* | condition of test Title Test No.*
AP1 Visual examination la No defects
or damage
AP2 Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
(5.3.3)
AP3 Shock (5.2.5) 6¢C Contact disturbance 2e
AP4 Vibration 6d Contact disturbance / 2e
Contact resistance — \\
Millivolt level metho \
(5.3.3)
* See IEC 60512-1-100 for cross-reference list to new test method standar
X To bel|specified in the detail specification.
Table 4 — Test gr u&@N
N\
Test /\ /\\ M Suke ewbe performed
Test S Require-
phase Tl IEC 60512 verity o \nt,Le/ IEC 60512 | ' [onts
Test No.* | condition of\te Test No.*
BP1 ( N \(ksueh}xamlnatlon la
BP2 \5 act resistance — 2a
|||vo|t level method
N ) (5.3.3)
BP3 Rapid change X
of temperatu
(5.4.5)
BP4 \/ Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
(5.3.3)
BP5 Damg’he 11c X
steady state
ANEDXN
BP6 \) Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
(5.3.3)
* See IE€60512-1-100 for cross-reference list to new test method standard numbers.

X To be specified in the detail specification.
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Tableau 5 — Groupe d’essais CP

61076-5 O CEI:2001

Essai Mesure a effectuer
Phase i
d'essai : CEI 60512 |  Sévérité ou : CEl 60512 | EXigences
Titre C o e ) ; Titre S o
Essai n condition d’essai Essai n
CP1 Examen visuel la
CP2 Tension de tenue 4a
(5.3.2)
CP3 Variations rapides 11d X
de températures
(5.4.5)
CP4 Tension de tenue 4da X
(5.3.2)
CP5 Résistance d’isole ﬂ\ a X
(5.3.1)
CP6 Essai continu de 11c X X
chaleur humide
(5.4.3) N
CP7 Remstahx\\%n\\}a X
* Voir|la CElI 60512-1-100 pour les correspondances avec lels nogveaux Aumeros.deg’ méthodes d’esshi.
X Doit|étre stipulé dans la spécification partl/{llere
TabIea}G\u\e\\ is DP
(\s\al /\\ Mesure a effectuer
Phase CEl 60512 | E}igences
d’essai Titre e ou Titre .
\Es/s\ n°* |t|o Essai n°*
DP1 /\ Examen visuel la
DP2 (\ Forces d’insertion 13b
N /\ et d’extraction (5.2.1)
DP3 _/ Résistance de contact — 2a X
Méthode de niveau
en millivolts (5.3.3)
DP4 tidane o’
éca q e
DP5 Forces d’insertion 2a X
et d’extraction (5.2.1)
DP6 Corrasion, brouillard | 11f, 119, X
salin ou flux de annexe B
mélange de gaz
ou environnement
trés défavorable
(étanchéité au
gaz) (5.4.6)
DP7 Résistance de contact — 2a X
Méthode de niveau
en millivolts (5.3.3)

*  Voir la CEl 60512-1-100 pour les correspondances avec les nouveaux numéros des méthodes d’essai.

X Doit étre stipulé dans la spécification particuliere.
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Table 5 — Test group CP
Test Measurement to be performed
Test IEC 60512 S it IEC 60512 Require-
hase i everity or i ments
P Title Test No.* | condition of test Title Test No.*
CP1 Visual examination la
CP2 Voltage proof (5.3.2) 4a
CP3 Rapid change 11d
of temperature
(5.4.5)
CP4 Voltage proof (5.3.2) 4a
CP5 Insulation resistance \( 3a
631 (N QK
CP6 Damp heat, 1l1c X X
steady state
(5.4.3) N N\
CP7 Insulation~esi tance 3a X
(5.3.1)
*  See|lEC 60512-1-100 for cross-reference list to new test met b S.
X To He specified in the detail specification.
Ta@@&@
Test urement to be performed
el C\g051 EC 60512 | ote”
hase ; Vem ; ments
P Title g&(y\mn 0 Title Test No.*
DP1 l\ Visual examination la
DP2 Insertion and with- 13b
N drawal forces (5.2.1)
DP3 \) Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
(5.3.3)
DP4 Mechahical 9a
operation
N
DP5 Insertion and with- 2a X
drawal forces (5.2.1)
DP6 Corrosion, salt mist | 11f, 11g, X
or mixed fl annex B
gas or harsh
ehvironment
(gas tightness)
(5.4.6)
DP7 Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
(5.3.3)

* See |IEC 60512-1-100 for cross-reference list to new test method standard numbers.

X To be specified in the detail specification.
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Tableau 7 — Groupe d’essais EP

61076-5 O CEI:2001

Essai Mesure a effectuer
Phase ;
d'essai : CEI 60512 |  Sévérité ou . CEl 60512 | EXxigences
Titre S ox L s . Titre S ox
Essai n condition d’essai Essai n
EP1 Examen visuel la
EP2 Force de rétention 16e
de calibre (5.2.1)
EP3 Forces d’insertion 13b X
et d’extraction (5.2.1)
EP4 Résistance de contact — 2a X
Methode de niveau
en millivolts (5.3.3)
EP5 Chaleur séche 11i 85°C+2°C X
%h N\
EP6 Résistance de/contact — a X
Méthode de niveau
en mnlth. .3)\\ 3
EP7 Forces d ermyk1 \}Sb X
et/d%o 5,2.4)
EP8 orc réténtion 16e X
F\ e cali re/Q.Z.
*  Voir vac les no ea(l\x)nu ér0s des méthodes d’essHi.
X Doit )
Tableau W caractéristiques électriques
l E&Qai (\ \/ Mesure a effectuer
Phase. CE) 12 N Exigences
d’essai Tire ( Veripé ou Titre CEl 6_0512
EsSai n condit d’essai Essai n°*
FP1 | cCapacité (5.9\.@ /\X%a A X
FP2 Inductanc<(5.\8@\)\ *
FP3 Délaide 25-4Fx**
propagation
N
FP4 éiaw'@ \ 25- 1%+
FP5 Ana e}% réflexi 25-5%**
dans le i
temporel
* Vqirla“CEIl 60512-1-100 pour les correspondances avec les nouveaux numéros des méthodes d’'egsai.
** A |'étude.

En préparation.

Doit étre stipulé dans la spécification particuliére.
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Table 7 — Test group EP

Test Measurement to be performed
Test IEC 60512 S it IEC 60512 Require-
hase . everity or . ments
P Title Test No.* | condition of test Title Test No.*
EP1 Visual examination la
EP2 Gauge retention force 16e
(5.2.1)
EP3 Insertion and with- 13b X
drawal forces (5.2.1)
EP4 Contact resistance — _2a X
Millivolt level method
(5.3.3)
EP5 Dry heat 11i 85°C+2°C X
96 h
EP6 Contact resisgante — a X
Millivolt level\metho
(5.3.3) N N
EP7 Insertion™and N \}\Bb X
d/raﬁemb&@ 5.2.Y)
EP8 Gaude Yeteritioh fhsp\/ 16e X
(NRZY N
* See|lEC 60512-1-100 for cross-reference/ist\o nexi tést metho st@r numbers.
X To e specified in the detail specification.
Tablg¢ 8 Test g Q:\F%Iectr' al characteristics
l /@ (\ \/ Measurement to be performed
Test IEC 6 S it IEC 60512 Rpquire-
hase i }\K Wr i ments
P T'@ Testgo.* (Nio of test Title Test No.*
FP1 Capacitance \/ X X
(5.3.4) /\ /\
FP2 Induc%e\(@?’\.ﬁ\) NS X X
FP3 Prop&;atiﬁd}i@y 2\5\*§ X X
N
FP4 ér&s\t k \ \gs-l*** X X
FP5 TD ef@ion 25-5xx* X X
analysi
* Sde IEC 60512M0 for cross-reference list to new test method standard numbers.
*x UrdCI bUIIO;dCIO\t;UII.

Under development.

To be specified in the detail specification.
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Tableau 9 — Groupe d’essais GP — essai destructif

Essai 2 Mesure a effectuer
Phase ;
d'essai Titre CEl 60512 Sévérité ou Titre CEl 60512 | EXigences
Essai n°* condition d’essai Essai n°*
GP1 Robustesse 16f X
des sorties (5.2.6)
GP2 Examen visuel la
GP3 Moisissures 1lleb
(5.4.7)
GP4 Examen visuel __la
GP5 Inflammabilité, 20a b Flamme d’essai n° 1, \(
brdleur aiguille exposition 10 s

=1

GP6 Examen visuel(\

GP7 Résistance aux ** b
fluides

GP8 Soudabilité, 12a Supports montés X
mouillage, sur carte:
méthode du bain Epaisseur de carte
d’alliage jusqu’a 1,6 mm
(0,063 in): profondeur
d’'immersion 2,0, G
mersion 3,
(0,138 in|
GP9 Tension de tenue 4a X
[\ (5.3.2)
P10 |Porosite (5.48) (| ¢
GP11 \) & Examen visuel la
*

GP12 | Force normey\<

*  Voirlla CEIl 60532-1\08 pou eWmdances avec les nouveaux numéros des méthodes d’essfi.

a || s'qgi i UCkfs et\)§ ne doivent pas étre exécutés séquentiellement. Les essais doivent étre
exégdté chantions séparés. Les contacts pour I'essai de soudabilité peuvent étre prélevés
d’éc| i i lammabilité, avant I'exécution de I'essai.

b Lad nt que le plastique du connecteur a satisfait aux prescriptions de GP3, GP5 et GP7
peuf étrel présentée au lieu de réaliser ces essais. Il s’agit d'essais destructifs et ils ne doivent pas étre
exégutés sequentiellement, mais sur des échantillons séparés.

X Doit etre stipule dans 1a specification particuliere.
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Table 9 — Test group GP — destructive test

Test 2 Measurement to be performed
Test IEC 60512 S it IEC 60512 Reguire-
hase . everity or . ments
P Title Test No.* condition of test Title Test No.*
GP1 Robustness 16f X
of terminations
(5.2.6)
GP2 Visual examination la
GP3 | Mould growth lleb
(5.4.7)
GP4 Visual examination / 1a
GP5 | Flammability, 20a b Test flame No. 1, N
needle flame exposure 10 s N\ (\
GP6 Visual examina}t@n la
GP7 | Fluid resistance ** b < \ \ \
GP8 Solderability, 12a Board mounted
wetting, solder sockets:
bath method Board thickness up
to 1,6 mm (0,063 in):
immersion depth 2,0 mm
(0,079 in) ,:
GP9 Contact/qontact & }\ Voitage proof 4a X
conditions\asxR5 .3.2)
GP10 [Porosity (5.4.8) \ \( >~ \\/
GP11 (\ \/ Visual examination la
GP12 [Normal foye/e\ *> >
* IEC 60512-
*%
a Eeparate
samples
b mitted in
, but on
X
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|-~ Longueur optionnelle =]

254mm+008mm _...|
(0,100 in £ 0,003 in)

Non cumulatif |

L1 |
f 1——[—+—+ R

Calibre d’essai a broche plate

palg

Largeur
optionnelle

'

.125-40 UNC-2B
Trou optionnel

Cbr’p’s'de’ /
fiche DIP +

Voir note 2

e

— =
Chanfrein
(voir note 1 du tableau 10)

Détail A
IEC 26
rtion et d’extraction
re d’essai a broche plate
B C
+0,13 -0,013 +0,000 -0,013 +0,000
7,62 0,330 0,508
7,62 0,330 0,508
7,62 0,330 0,508
D 7,62 0,330 0,508
\ 7,62 0,330 0,508
D 11 10,16 0,330 0,508
24 12 15,24 0,330 0,508
28 14 15,24 0,330 0,508
36 18 15,24 0,330 0,508
40 20 15,24 0,330 0,508
64 32 22,86 0,330 0,508
NOTE 1 Chanfrein acceptable sur la broche plate de 0,08 mm a 0,13 mm (0,003 in
a 0,005 in) x 45° — tous les cOtés.
NOTE 2 Le matériau du calibre d’essai a broche plate est de I'acier au carbone 0,41 ym
(16 pin) max. conformément a 1ISO 1302, sur les quatre cotés.
NOTE 3 Toutes les dimensions sont données en millimétres (inches).

El:2001

--—/7(tableau 2) (voir note 2 du tableau 10)

0/01
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ot Optional length -] .
Flat pin test gauge

2,54 mm = 0,08 mm —--| o table 2) (see note 2 of table 10
(0,100 in = 0,003 in) /7( ) ( )

Non cumulative |
[ 1 | [
} Ty T —
Optional 5
width A

.125-40 UNC-2B
Optional hole —] [ C

"6?5”7/ "15|'P"'///
plug body/ + plug body/ +

See note 2 J
% c |<—
~“Chamfer

IEC 260/01

B C
Nu f ea
lead pexLow +0,13 -0,013 +0,000 | -0,013 +0,000
6/\\ 3\/\ 7,62 0,330 0,508
fx \ a~_" 7,62 0,330 0,508
< ﬁ\ \} 7,62 0,330 0,508
< \16\\ 8 7,62 0,330 0,508

WENN 9 7,62 0,330 0,508
) 11 10,16 0,330 0,508

24 12 15,24 0,330 0,508
28 14 15,24 0,330 0,508
36 18 15,24 0,330 0,508
40 20 15,24 0,330 0,508
64 32 22,86 0,330 0,508

NOTE 1 Acceptable chamfer on flat pin from 0,08 mm to 0,13 mm (0,003 in to 0,005 in)
x 45° — all sides.

NOTE 2 Flat pin test gauge material is of carbon steel 0,41 ym (16 pin) max. in
accordance with ISO 1302, all four sides.

NOTE 3 All dimensions are given in millimetres (inches).
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NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3
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2,54 mm

(0,100 in) REF

0,23 mm x 0,38 mm

(0.009 in x 0.015 in) (AN

L'axe sera le méme -
que le boitier DIP \
a circuit intégré
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NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3

2,54 mm
(0,100 in)

0,23 mm x 0,38 mm

(0009 in x 0015 in) ,?ﬂ\
AY 7 7 7

REF

Axis to be the same -
as integrated circuit \
dual in-line package

3
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Tableau 11 — Contréle de conformité de la qualité, essais lot par lot

Niveau de contréle
Groupe Phase Essai ou mesure CEIl 60512 A B G H
de contrbéle | d'essai a effectuer Essai n°*
IL AQL IL AQL IL AQL
Al P1 Examen visuel la S—-3]| 4,0 | Comme sti- 1 1,0
pulé dans la
spécification
particuliére
A2** P1 Examen des dimensions 1b S-3] 4,0 1l 1,0
A3 Essais supplémentaires A
si stipulé dans la spéecifi-
cation particuliére
Comple Résultats de Al et A2
rendu (\
B1 P4 Résistance d’isolement 3a S-3 <%‘ } —\3/ 1,0
P5 Tension de tenue 4a ’NM\\O s-3| 10
B2 AP1 Force de rétention 16e A A S-3 1,0
de calibre
AP2 | Force d'insertion 3b —Q 40 P s-3| 10
et d’extraction
B3 Essais supplémentaire
si stipulé dans la spé&cifi-
cation particuliere
Compte
rendu

* Vdir la CEI 60512-1-

**  Dinensions d,
comptes ren
cefte exigencexgect

IL  Niyeau de cont
AQL Niyeau de qualté
NA Ngn appficab
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Table 11 — Quality conformance inspection, lot-by-lot tests

Assessment level

Inspection Test Test or measurement IEC 60512 A B, G H
group phase to be performed Test No.*
IL AQL IL AQL IL AQL

Al P1 Visual examination la S -3 | 4,0 | As specified 1 1,0

in the detail

specification
A2** P1 Dimensional examination 1b S-3] 4,0 1 1,0
A3 Additional A-tests if speci-

fied by detail specification

Recorfl Results from Al and A2
B1 P4 Insulation resistance 3a 1,0
P5 Voltage proof 4a 1,0
B2 AP1 Gauge retention force 16e 1,0
AP2 Insertion and withdrawal 13b 1,0
force
B3 Additional B-test if speci-
fied by detail specification f\
Record Results from B1 ar<82
* Sde IEC 60512-1-100 for cross-reference \
*x Crjtical mating and mounting dimensiong as specifi s made
atfthe time of manufacture may dischar i e NSI.

IL  Ingpection level (see IEC6
AQL Adceptable quality leyel (see IES 60410).
NA Ndt applicable.

RN
$ %
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